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本期間における技術成果で注目するものは,家電製品への

エレクトロニックスの一段の浸透である｡なかでもカラーTV

受像機器では予測以上の目覚ましさがあった｡この中でも,

テレビセットのコンパクト化を可能にする20形110･度偏向ブ

ラウン管の開発,カラ【TV用半導体集積回路の開発,カラ

ーTV用高耐圧シリコンダイオードの開発,カラーブラウン

管に関するブラック･マトリックス化の生産技術開発がある｡

110度偏向カラーブラウン管では20形の510BKB22を開発

した｡広角化に伴う問題は細ネック電子銃,特殊構造のシャ

ドウマスクなどによって解決した｡90度偏向に比べて全長で

約100mⅢ】短縮されている｡

送信管では,UHF｢中継放送用大電力進行波管1W31を開

発した｡マグネトロン入射電子銃を採用したUHF進行波管

で,従来製品に比べ一段と大電力化を達成している｡冷却は

強制空冷で取扱保守が容易となっている｡

シリコンターゲットビジコンでは,シリコンのホトダイオ

ード･アレイをターゲットとしたビジコンH8358を開発した｡

従来のビジコンよr)も光感度が約1けた高く,分光感度も良好

である｡おもな用途は,テレビ電話,暗視用のトンネル内お

よび倉庫の監視,炉内監視,そしてⅩ線テレビ用などである｡

民生用ICの分野では,部品点数の削減,調整工数の低減

■110度偏向カラーブラウン管の開発

図1 20形110度偏向カラ

ーブラウン管
510BKB22

カラーテレビの普及はコンパクトなセットを要求するようにな

った｡今回開発した20形110度偏向カラーブラウン管510BKB22は,
全長が90度偏向に比べ約100mm短縮されており,セットのコンパク

ト化が大幅に可能となった｡広角化により偏向電力の増大,ミス

ランディング量の増大,シャドウマスクの熱膨張など種々の問題

が生じたが,細ネック電子銃,高精度補正レンズを使用した新し

いけい光体塗布方法,特殊構造のシャドウマスクなどを開発しこ

をはかるため,新たに10品種のカラーTV用リニアICを開

発した｡チューナ部,映像･偏向出力部などを除きカラーTV

の大部分のIC構成を可能とした｡

LSI関係では,8けたソロバン用1パックLSIを開発した｡

これは2チッ701パックLSI,HD3223で,電子ソロバンの

システムコスト低減,機能の多様化を可能とするものである｡

多層配線をしたセラミック基根上に,二つの分割された論理

チップを実装したものである｡これとともに,固体発光素子

を駆動するIC,HD2902,HD2903も開発した｡

カラーTV用高耐圧シリコンダイオードも3品種を開発し

た｡特殊な構造と表面処理により,フラッシュオーバなどの

異常動作にじゅうぶ人耐え得るものである｡

サイリスタでは,従来の金属パッケージサイリスタに劣ら

ぬ高信頼度を持つ0.2Aタイプ･70ラスチック･パッケージ

･サイリスタCWOlを開発した｡コアメモリの分野では,3

D-3W方式大容量コアメモリスタックの量産化を行なった｡

スタックと周辺回路を多層基板を介して直接接続し,またス

タック自体に大形アレー構造を採用することにより,接続構

造が簡素化され,コストパフォーマンスが大幅に改善された｡

潜在硬化性レジンシステムと特殊充填別により,成形性と信

頼性に富む電子部品用低圧トランスファ成形材料も開発した｡

れらの問題を解決した｡開発にあたり解像度,ビュリティなど性能

は90度偏向と同等であることを目標として進んだがこれを達戌す

ることができた｡回lは20形110度偏向カラーブラケン管で全長

352.4mm 最人陽極電圧27.5kVであり補強方式としてはPPG補強

を採用している｡けい光血は縦横比が3対4の最新の形状となっ

ている｡

■ UHF中継放送用大電力進行波管1W31

1W31はUHFテレビ中継用として開発された電力増幅管で,

UHF進行波管としてはこれまで開発された製品の中では,最も大

電力のものである｡設計的には電子銃に進行波管では初めてマグ

ネトロン人射電子銃を採用し,高バービアンス中空ビームを形成

図2 UHF大電力進行波管1W31
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し砧出力化を図った｡また本管は中継用途として取扱･保守を容

場にするため冷却を強制空冷とし,管球の交換は集束j滋界を横に

倒して管球のみを交換する方式をとっている｡本管の1kW中継用

途としての動作例を示すと下記のとおりである｡

周波数 470～770MHz

ヒータノ定圧 10V

ヒータtE流 10A

コレクタ電圧 6.5kV

コレクタ`【‾は流4.6A

ヘリックス電流10mA

アノード電圧 4.5kV

利 得 30dB

混変調昌
一18dB

S/N 55dB以L｡

愚 シリコンターゲットビジコンの開発

シリコンのホトデイす…ドアレイをターゲットとしたビジコン

H8358(図3)を開発した｡このターゲットは,最新の集積回路

技術を附起した欠ドパ1のほとんどない,100フナ個/cm2のpn接合を持

つ薄いシリコンウェーハカゝらなっている｡電極構造は8541Bと川

じで外径1インチ,胤rりおよび態束は電磁方式,カソード系は帆

ノ【‾に力形を使用している｡

従米のビジコンに比べて約1けた高い光感度･低残像･低暗電

流･焼付けなし･良寿命などの特徴を持っており,分光感度もビ

ジコンより幅が止く,図4に示すように0.4～レの範囲にあり,近

亦外光に対しても感度がある｡

用途としては,テレビ電i活用や暗視用としてトンネル内および

倉埠の監札 バスの後方確認,望楼,炉内監視,Ⅹ線テレビ,電

一戸減徽鏡用などがあり,今後多方Ir【けの使用が期待されている｡

トズⅠ3 シリコンターゲ･ノトビジコンH8358の外観
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分光感性比較

有 力ラーテレビ用ICの開発

ソリッドステートカラーテレビに対し,さらに高性能･高品質

化のみならず,部品点数の削減･調整工数の低減によるセットの

生産性および信頼性の向上が要求されている｡これらの要求にこ
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たえるため家電研究所,横浜工場の協力を得て,表1に示す10

品種のカラーテレビ用リニアICを開発した｡これらのICはテレビ

セットの性能･生産性･信頼性向上に加えて,高品質･多機能･

低価格ICの製造を目的に開発された｡おもに次のような特長を有

している｡

(1)新方式の映像増帖回路の開発により痢面の輪郭再現が良い｡

(2低レベル検波方式の開発によr)検波段に起因する高調波妨害が

減少する｡

(3)新しいイ′;子号処理回路方式の開発で,飛行機による電界強度の周

期的変動あるいは自動車のイグニッションノイズに対しても安

定な画像が得られる｡

(4)映像中間周波,低レベル検波,映像増幅,帯域増帖および色復

調用ICの広帯域化を図ることにより,高解像度が得られる｡

(5)ICの高集積度,多機能化により,IC周辺の部品点数の減少,

調整工数の減少,さらにセットの配線の簡潔化が可能となり生

産性が大帖に向上する｡

(6)高信頼度設計のIClO個の採用で､部品のはんだ付け個所の減少

に伴うセット故障率が低下し,セ､ソト全体の信頼度が向上する｡

(7)高集積度(10品種で730個の単体素子を集積)のみならず,設計

のスピード化,量産効果の上昇,量産時の生産管理のしやすさ

などを考慮しIC設計上の標準化を行なったため,高性能･高品

質化および原価低減が可能となった｡図5は集積度が従来の

1.5～2倍高いHAl124のペレットを示すものである｡

表1 カラーテレビ用IC一覧表

映像中間周波増幅
(PIF)

低レベル検波(LLD)

信号処理回路(SPC)

自動周波数微詞
(AFC)

音声凶路(Sound)

帯域増幅(BPA)

色い】柑=C.Sync.)

色復調(C.DeIⅥ.)

映像増幅

(Ⅵdeo Amp.)

水+十乙発振(H.Osc.)

形 名

HAl121

HA1222

HA1220

HAl126

HAl124

HAll18

HAll19

HAl117

素子数

86(個)

50

62

31

95

107

129

56

:三三三三;l;;

構造

MIC

MIC

MIC

MIC

MIC

MIC

MIC

MIC

MIC

HIC

注 MIC:モノリシック集椅回路,HIC

DIL:デュアルインライン, SIL

外 形

DIL14P

DIL 8P

DIL 8P

DIL14P

DIL14P

DIL14P

DIL16P

DIL14P

DIL14P

SILlOP

電源
電圧

12(Ⅴ)

12

12

12

12

12

12

18

12

18

利得制御回路什差助2f長和q礼

子ューナ用RF AGC

映性根波,音声検軋 第1映像

椚帖

ピーークAGC検札 同期分取
推古′りレス抑圧

ナユーナ自動周波数徴汎

(RCA CA3064相当)

音声中琵り閻妓御礼FM検札音

声榊帖(RCA CA3鵬5村当)

色圧1酬札ACC検波.カラー

キラM凶絡

3.5且M地発粘器,位相検波回路

キラー検波器,色相調節

色復調

映條柚帖担1路,コントラスト詞

i乳棒度詞弘也質調取 水平串

直7ランキンくABL自蜘申旧.洞空

卜即C剛各I水平醐綺
ハイ7-､リソド集楷回路
シングルインライン

汲
図5 HAl124ペレット

(ペレットサイズ:1.3×1.3mm2)

顧 8けたソロバン用トパックLSlの開発

最近になって,電子式卓上計算機のLSI化も本格化し,新しい

設計はすべてLSIの採用を前提とするようになっている｡これら

のLSIはすべてMOSFETを構成素子とするMOSLSIであり,電子
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図6 8けたソロバンシステム構成【』

式卓上計算機において要求される性能をじゅうぶん満足し,集積

度が高く,機能あたりの単価が安く,システムコストの低減に寄

与している｡

ここで報告するのは,小形,低消費電力を特徴とするポケッタ

ブル電子式卓上計算恍,一般に電子ソロバンといわれているもの

に使用されるLSIである｡

計算機の仕様は表2に示すように,四則演.算,定数乗除および

混合算と必要黄小限のものに限られ,演算けた数も8けたである｡

′ト数点方式は半固定方式(小数点位置の選択は‾･ir能であるが,

演算はすべて,この小数点位置に基準化して行なわれる)をとり,

′ト数点位置合わせなどの処】聖に必要なハードウエアを節約してい

る｡

装置は図6に示すように構成される｡すなわち論理部分を駆動

するクロックジェネレータHD2901に加えて,キー信号(全部で19

障類)をLSIへの入力信号ラインに載せるためのエンコーダ(HD

9005)を有し,また演算結果を表示装置に応じたセグメント信号

に変換するディスプレイデコーダ(HD3245)が,接続されている｡

上記以外の演算に必要な論理部分はすべて論理用LSI(HD3223)

に含まれている｡また,表示装置としては,デイジトロン,表示放

電管など従来よりよく使用されているものばかりではなく,固体

発光素子(LED)を使

用することもできる｡

(ニこではHE1501を

使用している｡)これ

を駆動するHD2902,

HD2903も同時に開発

されてし-る｡図7は

試作した電子ソロバ

ンの外観である｡

HD3223は,2チッ

プ1パック方式のLSI

であり,図8にみら

れるように多層配線

としたセラミック基

板の上に,二つに分

割した論理チップを

実装することにより,

低価格化,機能の多

様性が図られている｡

図9は,演算制御を

分担するチップのレ

図7 試作した電子ソロバン

ノ●

図8 1パッケージ8けた

電子ソロバンLSI

夢

イアウトをホすものである｡

図9 論理部LSIレイアウト

表2 Basic system 仕様-一一覧表

演算イ上様

亨封算レジスタ

去ホけ た 数

エ ラ 【 表示

頁 数

キー｢の中正精

油算け た 数

/ト数点方式

i前 件 機 能

表 示

去 示

フ■ランキン グ

rヒ～亡JサフPレス

`云Eぅも的特性

`屯 源 一VGG

【VDD

-VEE

ク ロ ッ ク

3 レジスタL巨列プヲJじ

8け/ニシン グルワード

オーバフローー E表示

符号(-)＋真数 **

岩｢岩二冨ご喜子虹票君一塩数ロ･ソク‥′胤轍川
凶貝りと も 8けた十-×÷8け工:二8けた

置数結頒=ともに指定 (i由`ざ;‡0,2,4位ir亡)

加?城乗除,連発除,定数 】耗陳,i比てT.汁許

ソり､ソトステーートナィ てフ､レイ HE1501

あり

あり

14V 5mA typ

9V 40mA typ

6V 45mA typ

2¢ 外部(HD2901) 50kHz typ

■ カラーテレビ用高耐圧シリコン

ダイオードの開発

カラーブラウン管の高圧整流用として,シリコンダイオードは,

従来のセレン整流器に比べて,電力損失が少なく信頼度が高い

動作限界f且度が高いというメリットがある｡量産中の代表製品は

次のとおりである｡

(1)トリプラ(3倍庄整流)用高圧ダイオード,YO2形(10kVp

l.5mA),直流出力電圧25kVに適用できる｡

(2)ダブラ(2倍庄整流)用高圧ダイオード,MYO2形(15kVp

l.5mA),直流出力電圧25kVに適用できる｡

(3)シングル(半波整流)用高圧ダイオードでMY13/21形

(39kVpl.3mA/32kVpl.2mA)直流出力電圧

25kV/23kVに適用できる｡

これらの素子は,フラッシュオⅦバなどの異常動作にもじゅうぶ

転職
ももも駕ヽもヽヽ㌔ヽ

図10 カラーテレビ用高耐圧シリコンダイオート
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ん耐え得るよう特殊な構造と表面処理を採用している｡用途に応

じ,難燃性樹脂モールドを用い,高周波で高耐圧が安定に得られ

るのが特長である｡

ト【jブラ

ダブラ

(2陪r仁整流)

シングル

(半披整流)

↓

フライパいノク

トランス

フライバ･ノク
トランス

フライパ･ノク

トランス

筍ブラウン管

ブラウン管

ブラウン管

図11応用回路例

A｡､戯ぎC

A｡腰;C
AC□こ二=::⊃]DC

MY13/21

l プラスチックパIyケージ

0.2Aサイリスタの開発

0.2A,200Vの70ラスチックパッケージサイ

リスタCWOlを開発した｡このサイリスタは

チップに日立独自の特殊な表面安定処理を施

しており,このため耐湿性にす〈-れ従未の金

属パッケージサイリスタに劣らぬ高信頼度

を有している｡またバッケ【ジはTO92形であ

り′ト形,軽量でプリント基根取付などの取扱

いが容易である｡

ゲート感度も良好であり,たとえば無接点ス

イッチ,保護回路,表示回路,モートル制御,

カウンタなどの用途に最適のサノ=jスタである｡

表4 CWOlの定格

図12

CWOl形サイリスタ

定格せん_申逆耐電圧(Ⅴ)peak

定格過渡せん頭逆耐電庄(Ⅴ)peak

定格せん頑順阻止電圧(Ⅴ)peak

定 格 平 均

定 格 瞬 時

最 大 順 電

最小ゲwトト

順 電 流(A)aver叩e

過電 流(A)pe8k

圧降下(Ⅴ)peak

リガ電圧(Ⅴ)DC

最大ゲート非トリガ電圧(Ⅴ)DC

最小ゲ【トトリオ電流(mA)DC

動 作 接 合 温 度(Oc)

熟 抵 抗(Oc/W)

注:ゲート カソード間そう人抵抗1k由

CWOlf主

100

150

100

CWOIC

芦Op
300

200

0.2(単相半波180度通風Ta=30bc抵抗負荷)

8(10ms通流,正波半波1サイクル)

1.6(単相半披せん預値0.6A,通流角180度)

0.8(Tj=250c AK間順電圧年YpC)

0.2(Tj=1258cAK間順電圧=定格順阻止電圧)

1.0(Tj=250c AK間順電圧6VDC)

-40～＋125

300(接合一空気間)

■ 3D-3W方式大容量

コアメモリスタックの量産化

コアメモリのコスト･パーフォマンスの向上が強く望まれてい

る｡コストには,コアスタックのコストと周辺回路部のコストが

統合し,パーフォマンスには記憶容量,処理速度,容積,電九

重量,信頼度などが総合している｡これらの要因に共通すること

はスタック部と回路部の接続構造によって大きな影響を受けるこ
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とで,小容量メモリにおいては接続を簡単化するため,1枚の基

板上にスタックと回路を実装する方式を採ることが多い｡ここに

述べる大容量スタックも,3D方式の接続点が少ない長所を生かし

て,スタックと回路を多層基板を介して直接接続し,大幅な接続

卓の減少と信頼度の向上が図られ七いる｡またスタック自体にも

大形アレー構造を採用して接続点の大幅な減少を図っている｡お

もな特性は次のとおりである｡

(1)番地選択方式:電流一致

方式,3線式｡

(2)サイクルタイム:0.恥s｡

(3)容量:65kB(約450mm平方

の多層板上に直接周辺回

路とも実装)｡

(4)コア:18ミル広温度域コア｡

(5)温度範囲:動作温度範囲

はスタック周辺温度で10

～450c｡

図13 3D-3W方式大容量コアモジュール

替 電子部晶用低圧トランスファ成形材料の開発

最近のレジン封止形トランジスタ,ICなどの電子部品は量産性

の高い低圧トランスファ成形によって生産されている｡これに使

われる材料には,流動性,硬化性および離型性が良く,かつバリ

の少ないなど成形性の良いことが要求される｡さらに耐湿性,耐

熱衝撃性など成形品に対する信頼性の高いことが必要である｡従

来の市販材料には一長一短があり,成形性と信頼性の両立に問題

があった｡

迅速に硬化し,長期間保存しうる潜在硬化性レジンシステ■ムと

特殊充てん剤との組合せにより画期的な成形材料を開発した｡こ

れは,表5に示すように流動性に富み,かつバリが出ない｡そし

て,2次転移点が高く,膨張率が小さいなどの特長を有するため,

IC成形品の断線や電流リークを起こさず抜群の高信頼性を発揮す

る｡さらに本開発品は半導体素子に対し不活性であり,ハイブリ

ッドICなど半導体用として広い応用が考えられる｡

表5 開発した低圧トランスファ成形材料の成形性,物性,

およびIC成形品の信頼性

材 料 従来の市販品

特性項目

成

形

怪

物

性

信
頼
性
(
不
良
率
%
)

成形時間(分,150勺c)

保存寿命(月,200c)

スパイラルフロー(in,150qC,100psi)

成形後の′ミリ取り作業安否

2次転移点 (Oc)

線膨琴係数不105(Oc‾1)

βⅤ(Q_･竺)_

曲げ強さ(kg/Ⅷ2)

プレッシャクッカ(1200c

2at甲 水蒸気中)

2000c加熱
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-550c/5Inin
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